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Plastroniques 3D —IME : Modélisation et
caractérisation multiphysique des déformations
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ETUDIANT 8: David Carpio

La plastronique 3D est une technologie innovante qui fusionne la plasturgie et I'électronique pour intégrer des
circuits électroniques (pistes conductrices, capteurs, antennes, etc.) directement dans des piéces polymeres
en trois dimensions. Cette approche permet de créer des objets connectés et intelligents, tout en réduisant I’
encombrement, le poids et en améliorant I'ergonomie des systémes.

Parmi les techniques émergentes, 'Tn-Mold Electronics (IME) combine I'électronique imprimée et des procédés
de plasturgie comme le thermoformage et le surmoulage.

L’objectif de ce stage est d’étudier I'impact des déformations induites par le thermoformage sur les réseaux
conducteurs et composants, en développant des modéles de simulation multi-physiques. Ces modéles per-
mettront d’anticiper et de corriger les déformations pour optimiser le routage 3D, garantir la précision des
composants haute densité et faciliter l'intégration d’antennes radiofréquences et autres fonctions micro-ondes.
Des démonstrateurs seront réalisés en polycarbonate (PC), puis adaptés a d’autres polymeéres techniques ou
biosourcés (PEEK, PLA) pour répondre aux enjeux d’éco-conception. Ce stage bénéficiera des ressources de
la plateforme « Packaging avancé et Plastronique 3D » du laboratoires AMPERE.
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